S l I l t Pro SMT Elektronik A.S

Uriin Teknik Bilgi Formu: TONGFANG Lehim Pastasi TF239-M305NI-D-885 (SAC305)

1. Tanim

TF239, mikemmel pin testi (ICT) performansi ve JIS Bakir Korozyon testini gegme yetenegi gerektiren
uygulamalar igin tasarlanmis; kursunsuz, sifir halojen iceren ve temizleme gerektirmeyen (no-clean)
bir lehim pastasidir. Uriin, 100 um kalinhigindaki elek (stencil) ile 180 pm dairesel baskiya kadar
tutarli ince aralikh baski kabiliyeti saglar. Mikemmel baski hacmi tekrarlanabilirligi, baski sireci
degiskenligine bagli kusurlari azaltir. Ayrica TF239, IPC7095 Sinif Ill bosluk (voiding) performansina
ulasmaktadir.

2. Ozellikler ve Avantajlar

Uzun Elek Omrii: Yeni pasta eklemeden en az 8 saat kesintisiz baskida stabil performans.
Uzun ve Yiiksek Yapisma Kuvveti Omrii: Yiiksek dizgi verimi ve iyi kendi kendine
hizalanma saglar.

Genis Reflow Profil Araligi: Karmasik, yliksek yogunluklu PWB montajlarinda hava veya
nitrojen altinda, rampali veya sabit sicaklikta bekletme (soak) profillerinde (175 -
185°C'ye kadar) en iyi lehimlenebilirligi saglar.

Disuk Rastgele Lehim Topu Seviyeleri: Yeniden islemeyi (rework) minimize eder ve ilk
seferde verimliligi artirir.

Mikemmel Birlesme ve Islanma: Yiksek sicaklhkta bekletme ortamlarinda bile 180 um
dairesel baskilarda tam birlesme saglar.

Mikemmel Lehim Eklemi ve Flux Kalintisi Gérinumu: Reflow sonrasi uzun/yiksek isil
islemler altinda bile kdmiirlesme veya yanma goriilmez.

Halojen icerigi: Sifir halojen; kasitl olarak halojen eklenmemistir.

Guvenlik ve Cevre: Malzemeler RoHS, Halojensiz, TOSCA ve EINECS gerekliliklerine
uygundur.

3. Lehim Ozellikleri

3.1 Lehim Alagim Bilegimi (Kiitle %)

Sn Ag Cu Ni
Kalan (Balance) 3.0£0.2% 05£0.1% 0.05+0.02 %
. +90 216 652 2300 E info@prosmt.com ﬂ Aydinli Mah. Turna Sok No:23/8
+90216 6521913 www.prosmt.com 34953 Tuzla / istanbul

4




p r® S m t Pro SMT Elektronik A.S

Safsizlik (Agirlik %) — Impurity (Mass %)

Cd Pb Al As Fe Zn Au In Sb Bi Ge

Maks. Maks. |[Maks. Maks. |Maks. |[Maks. |[Maks. |[Maks. [|[Maks. |[Maks. |[|Maks.
0.002 0.07 0.005 0.03 0.02 0.003 0.05 0.1 0.2 0.1 0.005

* |PC J-STD-006C 3.3 maddesine uygundur.

Elektronik sinif lehim alasimlari ve akili/akitsiz kati lehimler igin belirlenen safsizlik gereksinimlerini
karsilar.

Ge (Germanyum) dahil degildir.
3.2 Lehim Alasiminin Fiziksel Ozellikleri

Erime Sicakliklari (°C) — Melting Points

Likidtis (Liquidus)||DSC Tepe Degeri (DSC Peak)||Solidis (Solidus)

221.0°C 221.0°C 217.0°C

Mekanik Ozellikler

Yogunluk Cekme Dayanimi |[Uzama |Young Modiliu ||%0.2 Akma Dayanimi||Vickers Sertligi
(g/cm?3) (MPa) (%) (GPa) (MPa) (Hv)
7.38 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

N.D.: Belirlenmemis (Not Determined)

3.3 Lehim Tozu Ozellikleri

Tip ||Elek (Mesh)||Pargacik Boyut Dagilimi — PSD (um)

T4.0(|-400 / +635([20 — 38
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4. Teknik Veriler (Technical Data)

4.1 Fiziksel Ozellikler (Physical Properties)

Pro SMT Elektronik A.S

Referans
Kalem Deger / Sonug Test Metodu
Standart
Acik beyaz renkli, dairesel yapidadir; aki IPC 1-STD
GOorlinlim ayrismasi yoktur ve plrlizsliz macun Gorsel inceleme
004C
kivamindadir.
. IPC J-STD-
Metal Igerigi (%) |/88.50 £+ 0.5 IPC-TM-650 2.2.20
005B
. . JIS Z
Viskozite (Pa's) ||150 £ 30 Pa's JISZ 3284-3:2014 4.2
3284:2014
IPC J-STD-
Yayilma Testi (%) ||> 80% JISZ3197:2012 8.3.1.1
004cC
IPC J-STD-
Lehim Topu Testi ||[Kabul Edilebilir IPC-TM-650 2.4.43 0058
Cokme (Slump) ||Gegti; tim araliklar arasinda képrileme  |IPC-TM-6502.4.35/ ||IPC J-STD-
Testi yok 5.2.1/5.2.2 005B
.. od khgi: 25 +5 °C
Stencil Omri > 8 saat vaS|ca ‘6! =
Bagil nem: %50 + 10
Bekl Suresi
exieme SUuresl ~ 130 — 60 dakika Kabul Edilebilir -
(Abandon Time)
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4.2 Kimyasal Ozellikler (Chemical Properties)

Referans
Kal Deg S Test Metod
alem eger / Sonug est Metodu Standart

Akl Ana RO B IPC J-STD-
Bileseni 004C

. IPC J-STD-
Halojen Igerigi ||< 0.05% IPC-TM-650 2.3.28.1

004C
Bakir A IPC J-STD-
aKITAYNA lGecti / Delinme Yok IPC-TM-650 2.3.32
Testi 004C
Bakir IPC J-STD-
K Yok IPC-TM-650 2.6.15

Korozyonu orozyon Yo 004C

. TM EN 14582 Kat
Halojen Igerigi ||Tespit edilmemis, tamamen halojensiz — ! IEC 61249-2-

e . T numune yakma / IPCTM
(ppm) Bilingli olarak halojen eklenmemistir 21
2.3.34

4.3 Elektriksel Ozellikler (Electrical Properties)
Kalem Deger / Sonug Test Metodu Referans Standart

Yiizey Yalitim Direnci (SIR)||Gegti, > 1.0 x 102 Q||IPC-TM-650, TM 2.6.3.7 ||IPC J-STD-004C

Elektromigrasyon Gegti IPC-TM-650, TM 2.6.14.1||IPC J-STD-004C

5. Raf Omrii (Shelf Life)

Bu Uriin, 0-10 °C sicaklik araliginda mahdrli (agcilmamis) sekilde muhafaza edilmesi durumunda,
Uretim tarihinden itibaren 6 ay raf d6mriine sahiptir.

. +90 216 652 2300 E info@prosmt.com ﬂ Aydinli Mah. Turna Sok No:23/B
+90216 6521913 www.prosmt.com 34953 Tuzla / istanbul

4



l , r@ S l I I t Pro SMT Elektronik A.S

6. Muayene Raporlari (Inspection Reports)

Musteri talebine bagli olarak muayene raporlari saglanabilir. Raporlar, her tiretim partisi icin
asagidaki test sonugclarini kapsar:

Lehim alasiminin kimyasal bilesimi
Metal icerigi (%)

Halojen igerigi (ppm)

Viskozite (Pa-s)

PwNPRE

7. Ambalajlama ve isaretleme (Packaging & Marking)
7.1 Ambalajlama (Packaging)
Ambalaj sekli misteri talebine gore belirlenebilir. Standart segenekler sunlardir:

e 250g/ kavanoz
e 500 g/ kavanoz
e 10cc/siringa
e 30cc/sirnnga
e 100 cc/siringa

Ambalaj malzemeleri HDPE plastikten Gretilmistir.
Farkh lehim macunu tirlerini ayirt etmek igin farkh renkler kullanilir:

e  Kursunsuz lehim macunu: Deniz yesili
e  Kursunlu lehim macunu: Beyaz
e Diisuk sicaklik lehim macunu: Pembe

7.2 isaretleme (Marking)
Ambalaj tizerinde asagidaki bilgiler yer alir:

Uriin adi

Lot numarasi
Uretim tarihi

Son kullanma tarihi
Net agirlik

Uretici firma adi
Uyarilar / Onlemler

Noukswnhe
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8. Onerilen / Pratik Uygulama Talimatlar

(Recommended / Practical Application Guidelines)

8.1 Depolama Talimatlari (Storage Guidelines)

Bu Urlin, kalite stabilitesini korumak amaciyla hava gecirmez ambalajinda kapali olarak ve 0—-10 °C
sicaklik araliginda buzdolabinda muhafaza edilmelidir.

8.2 Kullanim Talimatlari (Handling Guidelines)

1.

Kullanilmis lehim macununu, sablon (stencil) lizerinden alip kavanozdaki kullaniimamis
macun ile karistirmayiniz. Bu durum, kullanilmamis macunun reolojik 6zelliklerini
olumsuz etkiler.
Uriin soguk ortamda muhafaza edilmisse, kullanimdan énce kabi kapali sekilde en fazla 4
saat oda sicakligina gelmesi i¢in bekletilmelidir.
islem 6ncesinde uriin sicakligi en az 19 °C olmalidir. Lehim macununun sicakligi bir
termometre ile dogrulanmalidir.
Baski islemleri 28 °C’'ye kadar ortam sicakliginda gerceklestirilebilir.
Kullanimdan énce lehim macunu mutlaka karistiriimalidir:

e Makine ile karistirma: 500 g i¢in 2—4 dakika, yaklasik 900 + 50 rpm

e Manuel karistirma: Kabarcik olusumunu 6nlemek icin tek yonde, 500 g icin 4—6

dakika

Baski veya dozaj isleminden sonra, 30-60 dakika (Bekleme Siiresi / Abandon Time)
icerisinde komponent yerlestirme ve reflow lehimleme yapilmasi, is verimliligini artirir ve
daha iyi reflow sonuclari elde edilmesini saglar.
Lehim macunu ile ¢alisirken ortam kosullari su sekilde olmalidir:

e Sicakhk:25+3°C

e Bagil nem: %60'in altinda

8.3 Kullanim Onlemleri (Handling Precautions)

1. Bu Uriint lehime yonelik kullanim amaci disinda baska bir amacla kullanmayiniz.

2. Urinile dogrudan temas etmeyiniz.
Cilt ile temas etmesi durumunda, derhal kagit havlu veya bez ile siliniz ve ardindan alkol
(IPA) veya uygun bir temizleyici ile yikayiniz.

3. Kullanim sirasinda galisma ortaminda yeterli havalandirma saglanmalidir.
Lehimleme islemi sirasinda olusan dumani solumayiniz.
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8.4 Onerilen Reflow Kosullari
(Recommended Reflow Conditions)

Burada verilen reflow sicaklik profili; komponentlerin isi dayanimi, PCB yapisi ve reflow firininin
ozelliklerine bagli olarak degistirilebilir. Bu nedenle seri liretim éncesinde yeterli deneme ve
degerlendirme yapilmasi tavsiye edilir.

TongFang Krem Lehim (Sn96.5Ag3.0Cu0.5Ni) — Onerilen Reflow Sicaklik Profili

e Reflow tepe sicakligl (Peak Temperature):
Minimum 230 °C, Maksimum 250 °C
e Onlsitma (Pre-heat):
o Sicaklik: 150-200 °C
o Siure: 60-180 saniye
e Reflow Suresi:
40-90 saniye
e Isinma Hizi (Ramp Rate):
1-3 °C/saniye
e Soguma Hizi (Cooling Rate):
0.5-8 °C/saniye

300+ EHREE (Sn96.5Ag3.0Cu0.5Ni) EEIREMENEE EIFEEERE
TongFang Solder Paste Recommended Reflow Temp, Profile ~ Reflow Peak Temperature
Min, 230°%C Max, 250°C

250 B U
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221 | _| $AadiE] Pre-heat Time 60-1805ac.

i "| VR Pre-heat temp. 150-20

") 200 1
= / ETe)
E’ " r Reflow Peariod
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Ramp Rate 1-3 “C/'Sec. Cooling Rate 0.5-8 °C/Sec.
50 T .
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8.4.1 Isinma (Ramp)

Isinma asamasinda 6nerilen sicaklik artis hizi 1-3 °C/saniye olmalidir.
Asirt hizli iIsinma; lehim koprilenmesi, tombstoning ve lehim toplari olusumuna yol agabilir. Ayrica
komponentler, yliksek termal gerilim nedeniyle zarar gorebilir.

PCB lizerindeki sicaklik dagilim farkini (AT) azaltmak igin, kart sicakliginin oda sicakhgindan 150-200
°C araligina 60—180 saniye icinde yiikselmesi dnerilir.

Disuk sicaklik ve kisa stire durumunda PCB (izerindeki AT artar.

Asiri yiksek sicaklik ve uzun siirelerde ise aki aktivitesi azalir, lehimleme gergeklesmeyebilir.

8.4.2 Isi Dengeleme (Soak)

Isi dengeleme (soak) bolgesinde sicaklik 150—-200 °C araliginda tutulabilir ve bu bolgenin siresi 60—
180 saniye olarak ayarlanabilir.

Elektronik komponentlerin i1si dayanim profilleri ve reflow ekipmaninin sinirlamalari gbz 6niinde
bulundurularak, gerekirse 1si dengeleme bolgesi ayarlanmayabilir veya kisaltilabilir.

8.4.3 Reflow

Komponentlerin isi direncine bagh olarak, genellikle 90 saniye maksimum TAL (sivilagsma Uzeri siire)
ile $2307{\circ}CS gibi daha dusik bir pik reflow sicakhigi 6nerilir!. Reflow firin performansi nedeniyle
bu kosullar saglanamiyorsa, komponentlerin garanti edilen i1si direnci onaylandiktan sonra
$2507{\circ}CS gibi daha yiiksek bir pik sicaklik kullanilabilir??22, Genel olarak, $221.0*{\circ}C$ erime
sicakhg Uzerindeki siire 40 saniyeden az olmamahdir333,

8.4.4 Sogutma (Cooling)

Sogutma hizi lehim eklemi kalitesi igin kritiktir; yavas sogutma hizi komponent kaymasina,
dikilmesine (tombstoning) ve eklem mukavemetinin diismesine neden olabilir®. Diger taraftan, hizli
sogutma hizi termal sok nedeniyle komponentlere zarar verebilir®. Tavsiye edilen sogutma hizi $0.5-
8M\circ}C/snS olarak ayarlanmalidir.
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8.5 Tavsiye Edilen Baski Kogullari

8.5.1 Baski Ekipmani ve Parametre Setup islemi

Parametre

Deger / Ozellik

Elek (Stencil)

0.3-0.5 mm aralik (pitch) icin 0.08 mm - 0.15 mm kalinhiginda lazer kesim
veya elektroform elekler énerilir.

Rakle (Squeegee)

Metal (6nerilen). 8

Basing (Pressure)

Bicak uzunlugunun 0.16-0.34 kg/cm'si. °

Hiz (Speed)

Saniyede 25 ila 150 mm. 0

Krem Lehim DonUsi
(Paste Roll)

1.5-2.0 cm ¢ap; rulo ¢api minimum 1 cm'ye ulastiginda ekleme yapiniz.
Maksimum rulo boyutu bicaga baghdir. 1!

Elek Birakma Hizi

10 mm/sn.

Rakle Kalkis Yiiksekligi

8-14 mm.
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